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(57) Abstract 

The invention concerns an electronic micromodule (1), in particular for hybrid smart card, comprising a support wafer (2), including 
on its front face (2-2) electric contact ranges (C1-C8) and on its rear face (2^-1) an integrated circuit (3) and a coil (5). 

(57) Abreg£ 

La presente invention conceme un micromodule 61ectronique (1), notamment pour carte a puce hybrids, < :ompren^ une Plaquctte 
support (2) comportant sur sa face avant (2-2) des plages de contact electrique (C1-C8) et sur sa face arriere (2-1) un circuit integr6 (3) 
et une bobine (5). 



UMQUEMENT A TITRE D' INFORM ATI ON 



Codes utilises pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes 
intemationales en vertu du PCT. 



AL 


Albanie 


AM 


Arm&iie 


AT 


Autriche 


AU 


Australie 


AZ 


Azerbaldjan 


BA 


Bosnie-Herzegovine 


BB 


Barbade 


BE 


Belgique 


BF 


Burkina Faso 


BG 


Bulgaric 


BJ 


Benin 


BR 


Brtsil 


BY 


Belarus 


CA 


Canada 


CF 


Republique ccntrafricaine 


CG 


Congo 


CH 


Suisse 


CI 


Cdte d'lvoirc 


CM 


Cameroon 


CN 


Chine 


CU 


Cuba 


CZ 


Republique tcheque 


DE 


Allemagne 


DK 


Danemark 


EE 


Estonie 



ES 


Espagne 


FI 


Finlande 


FR 


France 


GA 


Gabon 


GB 


Royaume-Uni 


GE 


Georgie 


GH 


Ghana 


GN 


Guin^e 


GR 


Grece 


HU 


Hongrie 


IE 


Irlande 


IL 


Israel 


IS 


Islandc 


IT 


Italie 


JP 


Japon 


KE 


Kenya 


KG 


Kirghizistan 


KP 


Republique populaire 




democratique de Coree 


KR 


Republique de Coree 


KZ 


Kazakstan 


LC 


Sainte-Lucie 


IA 


Liechtenstein 


LK 


Sri Lanka 


LR 


Liberia 



LS 


Lesotho 


LT 


Lituanie 


LU 


Luxembourg 


LV 


Lettonie 


MC 


Monaco 


MD 


R6publique de Moldova 


MG 


Madagascar 


MK 


Ex-Republique yougoslave 




de Macedoine 


ML 


Mali 


MN 


Mongolie 


MR 


Mauritanie 


MW 


Malawi 


MX 


Mexique 


NE 


Niger 


NL 


Pays-Bas 


NO 


Norvfege 


NZ 


Nouvelle-Zeiande 


PL 


Pologne 


PT 


Portugal 


RO 


Roumanie 


RU 


Federation de Russie 


SD 


Soudan 


SE 


Suede 


SG 


Singapour 



SI 


Slovenie 


SK 


Slovaquie 


SN 


Senegal 


sz 


Swaziland 


TD 


Tchad 


TG 


Togo 


TJ 


Tadjikistan 


TM 


Turkmenistan 


TR 


Turquie 


TT 


Trinite-et-Tobago 


UA 


Ukraine 


UG 


Ouganda 


US 


Etata-Unis d'Amerique 


UZ 


Ouzbekistan 


VN 


Viet Nam 


vu 


Yougoslavie 


ZW 


Zimbabwe 



WO 98/59319 



PCT/FR98/01198 



MICROMODULE ELECTRON I QUE , NOTAMMENT POUR CARTE A PUCE 

La presente invention concerne les cartes a puce 
fonctionnant sans contact ainsi que les cartes a puce a 
deux modes de fonctionnement, avec ou sans contact. 

Le marche des cartes a puce comprend actueilement 
5 deux domaines : celui des cartes dites "a contact", 
equipees de plages de contact electrique, et celui des 
cartes dites "sans contact", equipees d'une bobine 
d'antenne pour recevoir par induction electromagnet ique 
des aonnees, un signal d'horloge, une tension 

10 d ' alimentation . . - 

Dans un proche avenir, 11 est prevu que les cartes 
a puce sans contact se developperont fortement alors que 
de nombreuses cartes a contact seront tou jours utilisees. 
Aussi, pour rationaliser le marche des cartes a puce, on 

15 a prevu des circuits integres a deux modes de 
fonctionnement, avec ou sans contact, pouvant communiquer 
avec tout type de lecteur de carte a puce. A titre 
d'exemple, un tel circuit integre a deux modes de 
fonctionnement est decrit dans la demande de brevet FR 96 

20 10032 au nom de la demanderesse . 

La presente invention concerne plus 

particulierement la fabrication d'une carte a puce a deux 
modes de fonctionnement, ou carte hybride, comportant 
essentiellement une bobine d'antenne et un micromodule 

25 electronique. Classiquement , le micromodule comprend une 
plaquette support comportant sur sa face avant des plages 
de contact et sur sa face arriere un circuit integre a 
deux modes de fonctionnement du type cite ci-dessus. La 
bobine d'antenne est generalement un fil electrique noye 

30 dans le corps de la carte, formant une ou plusieurs 
spires et connecte a des plots du circuit integre. 

Cette carte a puce hybride de 1 1 art anterieur 
presente 1 1 inconvenient d'etre couteuse a fabriquer en 
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raison cie la difficulte a connecter la bobine d'antenne 
au circuit integre. En effet, le circuit integre est 
d'abord fixe sur le micromodule et connecte aux plages de 
contact, et sa connexion avec la bobine d'antenne 
5 n'intervient qu'au moment oil le micromodule est monte sur 
la carte . 

On connait egalement, par le document JP 07 23 9922, 
un micromodule comportant une bobine gravee sur la face 
avant de la plaquette support, a proximite des plages de 

10 contact. Un tel micromodule est susceptible de souffrir, 
en pratique, d'un important probleme d'usure de la 
bobine, la piste conductrice formant bobine etant de 
faible largeur et extremement fragile. Le depot localise 
d'une matiere de protection est envisageable, sans 

15" recouvrir les plages de contact, mais represente un 
handicap en ce qui concerne les couts de fabrication . 

Un objectif de la presente invention est de prevoir 
un micromodule electronique qui pallie les inconvenients 
cites ci-dessus tout en etant simple a fabriquer et d'un 

20 faible cout de revient . 

Pour atteindre cet objectif, la presente invention 
prevoit un micromodule electronique comprenant une bobine 
et une plaquette support comportant sur sa face avant des 
plages de contact electrique et sur sa face arriere un 

25 circuit integre, dans lequel la bobine est agencee sur la 
face arriere de la plaquette support . 

Selon un mode de realisation avantageux, le circuit 
integre chevauche la bobine. Cet agencement facilite et 
rend plus fiable la connexion de la bobine au circuit 

30 integre, que- la connexion soit faite par fils ou par 
soudure . 

De facon plus generale, le circuit integre est de 
preference agence sensiblement au centre de la bobine, 
avec ou sans chevauchement . 
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Selon un mode de realisation, la bobine est une 
bande conductrice en forme de spirale. 

Selon un mode de realisation, la bobine est agencee 
dans une zone magnet iquement permeable se trouvant a la 
5 peripherie de 1 1 emplacement occupe sur la face avant par 
les plages de contact. 

Selon un mode de realisation, le micromodule 
comporte une plage conductrice centrale formant 
prolongement de l f une des plages de contact, le circuit 
10 integre etant fixe a la plage centrale par 
1 1 intermediaire d'une ouverture pratiquee dans la 
plaquette support . 

Selon un mode de realisation, la bobine est 
integree dans une microplaquette et le circuit integre 
15 est fixe sur la face arriere de la plaquette support par 
1 9 intermediaire de la microplaquette. 

Avant ageusement, les plages de contact sont formees 
par un motif metallique estampe ou grave rapporte sur la 
plaquette support . 
20 Selon un mode de realisation, les plages de contact 

presentent des bras se proiongeant jusqu'aux bords de la 
plaquette support . 

Avanr.ageusement, les plages de contacts occupent 
chacune une surface reduite de 1 ' ordre de cinq a dix 
25 millimetres carres . 

La present e invention concerne egalement un objet 
portatif electronique comportant un micromodule selon 
1 • invention. 

Ces objectifs, caracteristiques et avantages ainsi 
30 que d'autres de la presente invention seront exposes plus 
en detail dans la description suivante de divers exemples 
de realisation de micromodules selon 1' invention, faite a 
titre non limitatif en relation avec les figures jointes 
parmi lesquelles : 
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- les figures 1, 2 et 3 representent respectivement 
par une vue en coupe, une vue de dessus et une vue de 
dessous un premier mode de realisation d'un micromodule 
selon 1 1 invention, 

5 - les figures 4 et 5 representent par une vue de 

dessus et une vue en coupe un deuxieme mode de 
realisation d'un micromodule selon 1' invention, 

- la figure 6 est une vue de dessus d'une variante 
de realisation du micromodule de la figure 1, et 

10 - les figures 7, 8 et 9 representent respectivement 

par une vue de dessus, une vue de dessous et une vue en 
coupe un troisieme mode de realisation d'un micromodule 
selon 1 1 invention . 

Les figures 1, 2 et 3 representent un micromodule 

15 electronigue 1 selon 1 ! invention pouvant etre monte sur 
une carte plastique ou tout autre objet portatif . 

La plaquette support 2 du micromodule 1, realisee 
en un materiau electriquement isolant, comporte 
classiquement sur sa face arriere 2-1 un circuit integre 

20 3 prenant la forme d'une microplaquette de silicium 
(figure- 1 et 3), et sur sa face avant 2-2 (figure 2) de>3 
plages de contact metalliques CI a C8 repondant par leur 
forme et agencement a la norme ISO 7816. Selon 
1' invention, la face arriere 2-1 de la plaquette support 

25 comporte egalement une bobine 5, formee ici par une bande 
conductrice 4 agencee en spirale autour du circuit 
integre 3 (figure 3) . 

L'avantage du micromodule selon 1 ' invention est 
d'etre compact et autonome, pret a etre monte sur une 

30 carte plastique sans qu'il soit necessaire de le 
connecter a une bobine noyee dans la carte. 

De plus, la bobine 5 n ' est pas soumise a I'usure 
lorsque des patins de contact viennent frotter sur la 
face avant 2-2 du micromodule. 
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La presente invention se base par ailleurs sur la 
constatation selon laquelle, au regard des dimensions 
minimales des plages de contact reglementees par la norme 
ISO 7816, il est possible de prevoir des plages de 
5 contact d'une dimension sensiblement inferieure a celle 
generalement retenue dans 1 1 art anterieur, ne couvrant 
pas la totalite de la surface du micromodule, de maniere 
a permettre 1 ' integration de la bobine sans augmenter de 
facon redhibitoire les dimensions du micromodule, tout en 

10 obtenant une bonne permeabilite magnetique du 
micromodule, ou "comportement magnetique", necessaire au 
fonctionnement optimal de la bobine, malgre le fait que 
des plages de contact f orment des ecrans s 1 opposant a la 
circulation d'un champ magnetique. 

15 En effet, si l'on se refere a la norme ISO 

susmentiormee, on voit que la dimension minimale 
autorisee des plages de contact est de l f ordre de 1,7 x 
2 mm, soit une dimension tres inferieure a celle 
generalement retenue dans 1 ' art anterieur. 

20 Ainsi, sur les figures 2 et 3, sensiblement a. 

l'echeD-le 10, on voit que les dimensions du micromodule 
sont de 1 ' ordre de 14 x 15 mm, soit une surface de 2,1 
cm 2 satisf aisante en termes d'encombrement. Les 
dimensions des plages CI a C8 sont de 2 x 3 mm environ, 

25 soit 6 mm 2 environ. Le circuit integre est d'une 
dimension convent ionnelle de 2,54 x 4,24 mm. La bobine 5 
est ici de forme carree et compte treize spires centrees 
sur le circuit integre. La spire la plus interne est de 
10 x 10 mm environ et la spire la plus externe de 13 X 13 

30 mm environ. La bande conductrice 4 formant la bobine 5 
n'est pas representee a I'echelle dans un souci de 
lisibilite de la figure. La bande conductrice 4 est par 
exemple d'une largeur de 6 0 micrometres et presente un 
espace entre spires de 40 micrometres environ. La 

35 longueur totale de la bande conductrice 4 est de 1* ordre 
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de 60 cm et son inductance de 1 ' ordre de 3,6 microhenry, 
soit une valeur habituelle pour un f onct ionnement du 
circuit integre 3 a ia frequence normalisee de 13,56 MHz 
en mode sans contact . 
5 Malgre la presence des plages de contact metallique 

CI a C5, la permeabilite magnetique du micromodule est 
suf f isante pour qu'une tension induite apparaisse aux 
bornes de la bobine 5 lorsque celle-ci se trouve plongee 
dans un champ magnetique alternatif . En effet, la surface 

10 occupee par les plages de contact CI a C5 est 
sensiblement inferieure a la surface totale de la 
plaquette support 2, de sorte qu'il subsiste a la surface 
de celle-ci des zones magnet iquement permeables. 

Plus particulierement , dans le micromodule 

15 represents sur les figures 1 a 3 . ces zones 
magnet iquement permeables comprennent une premiere aire 
rectangulaire cent rale de 3 x 10 mm environ, se trouvant 
au milieu des plages CI a C8 dans 1 1 axe de la bobine 5, 
et une deuxieme aire peripherique en forme de cadre, 

20 d'une largeur de 2 mm environ, correspondant sensiblement 
a 1 ' emplacement de la bobine 5. Bien entendu, le circuit 
integre 3 en silicium presente une bonne permeabilite 
magnetique, le silicium ayant sur ce point les proprietes 
du verre . 

25 II peut etre note que, si les plages de contact 

couvraient toute la surface de la plaquette support, la 
distance maximale de f onct ionnement de la bobine 
relativement a la source d'un champ magnetique serait 
tres faible, de 1 ' ordre de quelques millimetres. 

30 Toutefois, la presente invention n'exclue pas un tel mode 
de realisation qui pourrait convenir a certaines 
applications. Par exemple des lecteurs de cartes a puce 
du type a insertion ou a fente peuvent permettre de 
maintenir la bobine 5 tres pres de la source du champ 

35 magnetique. Les problemes lies a la permeabilite 
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magnet ique du micromodule sont alors de moindre 

j 

importance . 

En prat ique , la plaquette support 2 peut etre 
realisee a partir d'une plaque de circuit imprime, par 
5 exemple en epoxy ou en une matiere flexible comme du 
polyester, d'une epaisseur de 1 ' ordre de la centaine de 
micrometres. Cette plaque de circuit imprime est 
recouverte initialement d'une matiere conduc trice d'une 
epaisseur de 1 1 ordre de quelques dizaines de micrometres, 

10 par exemple du cuivre, qui est ensuite gravee de maniere 
a faire apparaitre la bobine 5. 

Avantageusement, les plages de contact CI a C8 
peuvent etre realisees a partir d ! un motif metallique 
predecoupe, ou "lead frame", assemble sur la face avant 

15 2-2 de la plaquette support 2, par exemple par collage. 
En figure 2, on voit ainsi que les plages de contact CI a 
C8 presentent des parties amincies # ou bras 6, qui se 
prolongent jusqu'aux bords de la plaquette support. Ces 
bras 6 resultent du procede de fabrication susmentionne 

20 et permettent, apres estampage ou gravure d'une bande en 
metal dore, de maintenir entre eux les motifs realises 
collectivement, avant leur montage sur des plaquettes 
support . 

Ainsi, encore un autre avantage du micromodule 
25 selon 1* invent ion est qu'il se prete bien a une 
fabrication en serie a faible cout grace a la possibility 
de realiser collectivement les plages de contact comme 
cela vient d'etre decrit . 

De meme, les plaquettes support et leurs bobines 
30 peuvent etre realisees collectivement sur une plaque mere 
et 1' assemblage des motifs predecoupes (plages de 
contact) avec les plaquettes support peut etre effectue 
sur la plaque mere avant son decoupage . 

Par ailleurs, le circuit integre 3 peut etre 
35 connecte aux plages CI a C8 et a la bobine 5 par cablage 
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aux ultrasons ("ultrasonic wedge bonding") . Sur la figure 
3, on voit ainsi que le circuit integre presente divers 
plots d' entrees/sorties 7 connectes au moyen de fils 
m£talliques 8, par exemple des fils d 1 aluminium, aux 
5 plages de contact CI a C8, ainsi qu»a des plages de 
connexion 9, 10 prevues aux deux extremites de la bande 
conductrice 4. Les fils 8 sont soudes aux dos des plages 
CI a C8 grace a des ouvertures 11 pratiqu^es dans la 
plaquette support 2. Une fois 1» operation de cablage 

10 realisee, le circuit integre 3, les fils de connexion 8 
et la bobine 5 sont noyes dans une resine de protection 
12, par exemple une resine epoxy (figure 1) . 

Les figures 4 et 5 representent , par une vue de 
dessus et une vue en coupe, un micromodule 2 0 comportant 

15 en outre une plage conductrice centrale 21 formant un 
prolongement de la plage C5 (soit la plage de masse GND 
selon la norme ISO 7816). Ce mode de realisation permet 
le montage d'un circuit integre 3 a fond conducteur, par 
exemple un circuit integre NMOS . La plaquette support 2 

20 comprend une ouverture rectangulaire 2 2 permet tant de 
fixer le circuit integre 3 sur la face arriere de la 
plage 21. par collage ou brasure . Sur la figure 4, on 
voit que la plage 21 n'occupe pas uout 1 ' espace 
disponible entre les plages CI a C8 , de maniere que le 

25 centre de la plaquette support 2 comporte des zones 
magnet iquement perm£ables. 

La figure 6 represente par une vue de dessus un 
micromodule 30 qui se distingue de celui de la figure 3 
par le fait que le circuit integre 3, fixe sur la 

30 plaquette support 2 au moyen d 1 une colle electriquement 
isolante, chevauche la bobine 5 tout en restant 
sensiblement agence vers le centre de celle-ci. Get 
agencement avantageux du circuit integre 3 permet de 
diminuer les longueurs des fils de cablage 8, riotamment 

35 les fils menant aux plages 9, 10 de connexion de la 
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bobine. Ainsi, le circuit integre 3 comporte un plot 7-1 
agence en regard de la plage 9, et un plot 7-2 agence en 
regard de la plage 10. Les connexions par fils sont 
courtes, fiables, et le nombre de defauts de fabrication 
5 est statistiquement diminue . 

Bien entendu, le micromodule selon 1 ■ invention est 
susceptible de nombreuses autres variantes et modes de 
realisation. Bien que 1 1 on ait decrit dans ce qui precede 
une connexion du circuit integre au moyen de fils 

10 metalliques, il est bien evident que d' autres methodes 
classiques pourront etre utilisees. Notamment, une 
methode pouvant etre mise en oeuvre, connue sous la 
designation de "flip chip" , consiste a monter le circuit 
integre a 1 1 envers et souder directement les plots 7 sur 

15 des plages metallisees. 

Le mode de realisation de la figure 6 se prete bien 
a un tel montage "flip chip" avec un faible cout de 
fabrication, car il est possible d'amener les plages 9, 
10 en dessous du circuit integre 3 sans qu'il soit 

20 necessaire de ramener la plage externe 10 a 1 ■ interieur 
de la -bobine 5 (ce qui serait inevitable si le circuit 
integre ne chevauchait pas la bobine) . 

D' autre part, 1 1 emplacement , la taille et la forme 
de la bobine 5 sont susceptibles de modifications et 

25 d 1 etudes complementaires, les modes de realisation 
precedemment decrits n'etant donnes qu ' a titre d'exemple. 

Par ailleurs, une variante de la presente invention 
consiste a utiliser une bobine integree dans une 
microplaquette et a monter cette microplaquette sur la 

30 plaquette support du micromodule. Diverses technologies 
classiques permettent de realiser une telle bobine 
integree. Par exemple, la technologie polysilicium/cuivre 
utilisee pour la fabrication de tetes de lecture 
magnetiques permet d'integrer sur un substrat silicium 

35 une bande de cuivre presentant un grand nombre de spires 
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separees par des couches de polysilicium. Egalement , la 
technologie des couches minces (depot d'un materiau 
conducteur par evaporation sous vide) permet de realiser 
une bande en spirale a la surface d'une microplaquette de 
5 silicium ou de ceramique . Selon la technologie retenue, 
la bobine peut etre integree a la surface de la 
microplaquette ou dans son epaisseur. 

Pour fixer les idees, les figures 7, 8 et 9 
representent respect ivement par des vues de dessus, de 

10 dessous et en coupe un exemple de realisation d'un 
micromodule elect ronique 50 comport ant une bobine 
integree dans une microplaquette 51. Comme on l'a indique 
ci-dessus, la microplaquette 51 peut etre en silicium, en 
ceramique/ ou tout autre materiau permettant d'integrer 

15 une bobine. Des plot 52, 53 de connexion de la bobine 
sont prevus a la surface de la microplaquette 51. La 
microplaquette 51 est fixee sur la face arriere 2-1 de la 
plaquette support 2 et le circuit integre 3 est monte sur 
la microplaquette 51, 1' ensemble formant un empilement . 

20 Sur la figure 9, on voit que la connexion des plots 7 du 
circuit integre aux plages de contact CI a C8 ainsi 
qu'aux plots 52, 53 de connexion de la bobine est faite 
au moyen des fils metalliques 8 deja decrits. Sur la face 
avant 2-2 (figure 8, 10) # les plages de contact CI a C8 

25 s 1 etendent jusqu'aux bords de la plaquette 2 mais ne 
couvrent pas la partie centrale de la plaquette 2 
correspondant a 1 1 emplacement , sur la face arriere 2-1, 
de la microplaquette 51 et du circuit integre 3 
(representes en traits pointilles sur la figure 8) . 

30 Outre les divers modes de realisation 

envisageables , il apparaitra clairement a l'homme de 
1 1 art que la presente invention peut etre avantageusement 
appliquee a la realisation de cartes a puce fonctionnant 
exclusivement sans contact. Si 1 ' on se reporte aux 

35 figures precedemment decrites, on voit en effet que 
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chacune des variantes 1, 20, 30, 50 du micromodule de 
1' invention peut etre realisee sans prevision des plages 
de contact CI a C8. Les formes et agencement proposes de 
la bobine 5 peuvent etre conserves. La surface disponible 
5 sur la plaquette support 2 etant toutefois plus 
importante du fait de 1 1 absence des plages de contact, on 
beneficie d'une plus grande liberte de conception et la 
bobine 5 peut revetir une grande diversite de formes. 

Dans cette application exclusivement sans contact, 

10 la presente invention offre comme precedemment un 
micromodule electronique compact et autonome pouvant etre 
monte directement dans une carte plastique sans qu'il 
soit necessaire de le connecter a une bobine. De plus, le 
micromodule peut etre entierement noye dans le corps 

15 d'une carte plastique. Par exemple, les procedes de 
fabrication classiques par surmoulage ou par assemblage 
de feuilles plastiques se pretent bien a une insertion 
d'un micromodule selon 1 ! invention dans le corps d'une 
carte plastique. 

20 Dans ce cas, une variante de realisation du 

micromodule represents en figures 7, 8, 9 consiste a 
supprimer la plaquette support 2 . La bobine se presentant 
sous la forme d'une microplaquette 51 sur laquelle est 
fixe le circuit integre 3, 1 ' ensemble microplaquette 51 

25 et circuit integre 3 forme un tout fonctionnel qui peut 
etre directement noye dans une carte plastique. 

Enfin, comme on l'a deja indique, la presente 
invention n'est pas reservee a la realisation de cartes 
plastiques mais concerne de facon generale les objets 

30 portatifs comprenant une puce electronique, par example 
les etiquettes electroniques, les jetons electroniques , 
les cles electroniques. . . 
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PWPINDT CATIONS 

1. Micromodule elect ronique (1, 20, 30, 50} 
comprenant une bobine (5, 51) et une plaquette support 
(2) comport ant sur sa face avant (2-2) des plages de 
contact electrique (C1-C8) et sur sa face arriere (2-1) 

5 un circuit integre (3), caracterise en ce que la bobine 
(5, 51) est agencee sur la face arriere (2-1) de la 
plaquette support (2) . 

2. Micromodule (30) selon la revendication 1, 
caracterise en ce que le circuit integre (3) chevauche la 

10 bobine (5) . 

3. Micromodule (1, 20) selon l'une des 
revendications 1 et 2 , dans lequel le circuit integre (3) 
est agence sensiblement au centre de la bobine (5) , avec 
ou sans chevauchement . 

15 4. Micromodule selon l'une des revendications 1 a 

3, dans lequel la bobine (5) est une bande conductrice 
(4) en forme de spirale. 

5. Micromodule selon l'une des revendications 
precedent es, dans lequel la bobine (5) est agencee (2) 

20 dans une zone magnet iquement permeable se trouvant a la 
peripherie de 1 1 emplacement occupe sur la face avant 
(2-2) par les plages de contact (C1-C8) . 

6. Micromodule (20) selon l'une des revendications 
precedentes, comportant une plage conductrice centrale 

25 (21) formant prolongement de l'une (C5) des plages de 
contact, le circuit integre (3) etant fixe a la plage 
centrale (21) par 1 1 intermediaire d'une ouverture (22) 
pratiquee dans la plaquette support (2) . 

7. Micromodule (50) selon l'une des revendications 
30 1 et 2, dans lequel la bobine est integree dans une 

microplaquette (51) et le circuit integre (3) est fixe 
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sur la face arriere (2-1) de la plaquette support (2) par 
1 ' intermediaire de ladite microplaquette (51). 

8. Micromodule selon 1 1 une des revendications 
precedentes, dans lequel les plages de contact (C1-C8) 
sont formees par un motif metallique estampe ou grave 
rapporte sur la plaquette support (2) . 

9. Micromodule selon la revendication 8, dans 
lequel les plages de contact presentent des bras (6) se 
prolongeant jusqu'aux bords de la plaquette support (2) . 

10. Micromodule selon I'une des revendications 
precedentes, dans lequel les plages de contacts (C1-C8) 
occupent chacune une surface reduite de 1 1 ordre de cinq a 
dix millimetres carres. 

11. Objet portatif electronique, comportant un 
micromodule electronique selon I'une des revendications 
precedentes . 
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